




基板外観検査装置　ビービーマスター

次世代高分解能タイプ

※ご要望により、光学倍率の変更が可能です。弊社技術スタッフまでお問い合せください。

※本装置の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

*  These specifications can be modified on demand.

*  Specifications and appearance are subject to change without notice for improvement. 14.06

Power supply/
Consumption

AC100V±10%,　50/60Hz,　20A

Operation Push button operation （Inspection start/stop, Return to origin, Emergency stop）

Dimensions/Weight 1,480W（900W table folded） × 1,150D × 1,680H (mm), Approx. 200kg

Registration/Setting Mouse & keyboard operation

Handling PCB fixation by linear guide, magnet or special jigu

Camera Ultra fast color and B/W hybrid CCD line sensor camera, 16,000 pixels

Specifications

Optical resolution * 3.3µm/pixel, 5µm/pixel, 8µm～15µm/pixel

Detectable defects
Scratch, missing pad, dent, contamination, short, nick, abnormal pattern, residual dry-film,
abnormal shape, open, residual copper and more.

Ideal for: CSP, FCB, module, ceramic and metal PCBs

Applicable PCB size,
thickness

AC100V±10%,　50/60Hz,　20A

検査項目

電源

キズ、未着、打痕、異物、短絡、欠損、パターン異常、ドライフィルム残り、成型不良、断線、銅残留など

マウスおよびキーボード操作

ボタン操作 （検査開始、検査停止、原点復帰、非常停止）

W1480（テーブル無900） × 1,150D × 1,680H (mm) （突起部含まず）　　約200kg

登録・設定

検査

外形寸法／重量

3.3µm/pixel: 52mm×52mm （extendable to 100mm）
5µm/pixel: 80mm×80mm （extendable to 150mm）
8µm/pixel: 130mm×130mm （extendable to 240mm）
15µm/pixel: 240mm×240mm （extendable to 290mm）
t= 0.4mm～4.0mm

Lens M72 Mount Lens (with lens barrel)

Line scan illumination Ultra fast and Ultra bright switching LED （RGB＋White）

Processing performance
Single scan mode: 25 to 60 sec./piece （Scan, Inspection and Failed images saving)
Dual scan mode: 60 to 120 sec./piece （Scan, Inspection and Failed images saving)

3.3µm/pixel, 5µm/pixel, 8µm～15µm/pixel

対応基板

対応サイズ

光学分解能　※

BBMaster-1100V 仕様

仕様

各種パッケージ基板・モジュール基板、セラミック基板・メタル基板など

3.3µm/pixel: 52mm×52mm （100x100mmまで延長可能）
5µm/pixel: 80mm×80mm （150x150mmまで延長可能）
8µm/pixel： 130mm×130mm （250×250mmまで延長可能）
15µm/pixel： 240mm×240mm （290×290mmまで延長可能）
t= 0.4mm～4.0mm（カメラピント調整用自動昇降機能付き）

高速スイッチング高輝度LED照明（RGB＋ホワイト）照明装置

処理能力

ハンドリング

カメラ

レンズ

シングルスキャン：約25秒/枚～約60秒/枚（1SCAN＋検査＋NG保存）
ダブルスキャン：約60秒/枚～約120秒/枚（2SCAN＋検査＋NG保存）

直角ガイド及び、マグネット固定や、冶具による固定

カラー・モノクロ一体型高速スイッチングラインセンサカメラ　（16,000pixels）

M72マウントレンズ（鏡筒など含む場合あり）



* 能应客户需求更改。请向本公司技术职员询问。

* 本装置的规格有随时变更的可能，请谅解。

*  고객의 요청에 의해, 해상도는 변경 가능합니다. 

*  본장치의 사양은 개선을 위해 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

MEMO

14.06

彩色・黑白一体高速切换 高性能线性感应照相机（16,000pixels）

镜头

说明

检验 按钮操作（检查开始，停检查，原点复归，紧急停止）

鼠标和键盘操作

3.3µm/pixel, 5µm/pixel, 8µm～15µm/pixel

刮痕、缺印、打痕、异物、断絡、缺损、图形异常、干膜残留、成型不良、断线、残铜等

单次扫描：約25秒/面～约60秒/面 （1次扫描＋検査＋NG保存）

双次扫描：約60秒/面～约120秒/面（2次扫描＋検査＋NG保存）

高速切换式高輝度LED照明（彩色＋白色）

通过直角挡边以及、磁石固定和、治具进行固定。

宽度1480(无台桌式900)mm×深度1,150mm×高度1,680mm （不含突起部分）  约200kg

BBMaster-1100V 

对应电路板

登记・制定

封装基板・Module基板、陶瓷基板・Metal基板等

3.3µm/pixel: 52mm×52mm （可延长至100x100mm）

5µm/pixel: 80mm×80mm （可延长至150x150mm）

8µm/pixel: 130mm×130mm （可延长至250x250mm）

15µm/pixel: 240mm×240mm （可延长至290x290mm）

t= 0.4mm～4.0mm（附有自动调节相机焦距的升降功能）

对应板子尺寸

光学分辨率 *

检验项目

处理能力

해상도　* 3.3µm/pixel, 5µm/pixel, 8µm～15µm/pixel

M72 Mount Lens （包含镜筒的情况）

电路板传送方法

照相机

사양

照明器具

电源 AC100V±10%,　50/60Hz,　20A

싱글 스캔：약25초/매 ～ 약60초/매（1 스캔＋검사＋NG저장）
더블 스캔：약60초/매 ～ 약120초/매（2 스캔＋검사＋NG저장）

조명 장치 고속 스위칭 고휘도 LED 조명(RGB＋화이트)

검사 항목 기스, 밀착 불량, 눌림, 이물, 합선, 결손, 패턴 이상, 드라이 필름 부착, 성형 불량, 단선, 동잔류 등

처리능력

렌즈 M72 마운트 렌즈(경동 장착 할 때 있음)

기판 고정 직각 가이드 및, 마그넷 고정 또는 성형 기구물에 의한 고정

外形尺寸/重量

검사 대상 패키지 기판·모듈 기판, 세라믹 기판·메탈 기판 등

검사 가능 크기

3.3µm/pixel: 52mm×52mm （100x100mm까지 확장 가능）
5µm/pixel: 80mm×80mm （150x150mm까지 확장 가능）
8µm/pixel： 130mm×130mm （250×250mm까지 확장 가능）
15µm/pixel： 240mm×240mm （290×290mm까지 확장 가능）
t= 0.4mm～4.0mm（카메라 초점 조정용 자동 승강 장치 포함）

칼라・흑백 일체형 고속 스위칭 라인 센서 카메라　（16,000pixels）

등록・설정 마우스 및 키보드 조작

전원 AC100V±10%,　50/60Hz,　20A

검사・운전 버튼 조작 (검사 개시, 검사 정지, 원점복귀, 비상 정지)

외형치수/중량 W1480（테이블 없이900） × 1,150D × 1,680H (mm) （돌기부 미포함）　　약200kg

카메라
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